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VISION

Schaffung eines Uberregional sichtbaren Nanoanalytik-Kompe-
tenzzentrums als anerkannter Partner flr die Industrie.

ZIELE UND AUFGABEN

Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung auf dem

Gebiet der Nanoanalytik zur Erarbeitung geeigneter technischer

und konzeptioneller Losungen:

e Weiterentwicklung von Analysemethoden

e Entwicklung von Komponenten und Geratesystemen flr
neue Analysemethoden

e Entwicklung von Applikationsstrategien zum Einsatz neuer
Analysemethoden und -systeme

e Beratung und Durchfiihrung von Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Analytik fir Hightech-Unternehmen

ANWENDUNGSSCHWERPUNKTE

e Mikro-, Nano- und Optoelektronik
e  Regenerative Energien
e  Leichtbau- und Funktionswerkstoffe

KERNKOMPETENZEN

Elektronen- und lonenmikroskopie

e Rasterelektronenmikroskopie (SEM)

e Analytische Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
e Fokussierende lonenstrahltechnik (FIB)

Rastersondenmikroskopie

e Akustische Rasterkraftmikroskopie (AFAM)

e Oberflachenpotenzialmikroskopie

e Elektrochemische Rastertunnelmikroskopie (STM)

Spektroskopische Verfahren

e Rontgenangeregte Photoelektronenspektroskopie (XPS)
e Sekundarionenmassenspektroskopie (SIMS)

e Atomsondentomographie

Optische Verfahren

e Optische Schichtanalytik / Ellipsometrie
e WeiBlichtinterferometrie

e Materialographie

Rontgenanalytik

¢ Nano-Réntgenmikroskopie / Nano-Réntgentomographie

e Rontgen-/EUV-Reflektometrie & Komponentenentwicklung
e Temperaturabhdngige Rontgenbeugung (XRD)

Synchrotronstrahlungsanalytik

e Nano-Spektromikroskopie / Nano-Tomographie
e Photoemissions-Elektronenmikroskopie (PEEM)
e Spektroskopie (XAS, EXAFS, NEXAFS, RIXS)

Nanomechanische Messverfahren
e Nanoindentation

e Rasterkraftmikroskopie (AFM)

e Laserakustische Prifverfahren

Digitale Bildkorrelationstechniken

e Verformungsanalyse — microDAC, nanoDAC
e Quantifizierung von Verzerrungsfeldern

e  Eigenspannungsanalyse

Nanopartikelcharakterisierung
e PartikelgréBe

e Verhalten in Suspensionen

e Toxikologie

Entwurf und Entwurfsunterstiitzung

e Technologienahe Modellierung

e Simulations- und Modellierungsverfahren
e  Entwurf unter Randbedingungen

Inline-Metrologie

e Review-SEM mit FIB

e Rontgenbeugung (XRD)
e  Spektrale Ellipsometrie

Systemintegration

e 3D Waferlevel-Systemintegration

e 300 mm Cu-TSV-Technologie

e 300 mm Waferlevel Assembly und Stacking



